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Lehimli Elektrikli ve Elektronik Takımların Gereklilikleri

1 GENEL

1.1 Kapsam Bu standart lehimli elektrikli ve elektronik takımların üretim gereklilikleri ve uygulamalarını anlatmaktadır.
Tarihsel olarak geçmişte elektronik takımların (lehimleme) standartları, ilkeleri ve teknikleri ele alan daha kapsamlı
bilgilerden oluşmuştur. Bu dokümanda belirtilen tavsiyeleri ve gereklilikleri daha bütünsel bir şekilde anlayabilmek
için, bu döküman IPC-HDBK-001ve IPC-A-610 dökümanlarıyla birlikte kullanılabilir.

1.2 Amaç Bu standart lehimli elektrikli ve elektronik takımların üretilmesi için gerekli malzemeler, metodlar ve kabul
kriterlerini tanımlamaktadır. Bu dökümanın amacı, ürünlerin üretimi esnasında proses kontrol metodolojisine bağlı kalarak
uygun kalite seviyelerini garanti etmektir. Malzeme yerleştirilmesi veya elektriksel bağlantı oluşturmak için reçine (flux)
veya lehim uygulanmasında kullanılan herhangi bir prosedürü hariç tutmak, bu dökümanın amacı değildir.

1.3 Sınıflandırma Bu standart, elektrikli ve elektronik takımları son ürün kullanım amacına gore oluşturulan sınıflandırmaya
bağlı olarak ayırt etmektedir. Ürünlerin üretilebilirliği, karmaşıklığı, fonksiyonel performans gereklilikleri ve doğrulama
(denetleme/test) sıklığı gibi farklıklarını yansıtan üç genel son ürün sınıfı oluşturulmuştur. Sınıflar arasında ekipman
örtüşmesi olabileceğini de belirtmek gerekir.

Kullanıcı, bknz. 1.8.12, ürün sınıfını tanımlamaktan sorumludur. Ürün sınıfı, tedarik döküman paketi içinde belirtilmelidir.

SINIF 1 Genel Elektronik Ürünler
En önemli gerekliliğin tamamlanmış takımın işlevi olduğu uygulamalar için uygun olan ürünleri içerir.

SINIF 2 Amaca Yönelik Elektronik Ürünler
Sürekli performans ve uzun ömürlülüğün gerekli olduğu, kesintisiz hizmetin istenilir olup kritik önem taşımadığı ürünleri
içerir. Tipik olarak, son kullanım ortamı arızalara yol açmaz.

SINIF 3 Yüksek Performanslı/Sert Çevre Koşulları İçin Elektronik Ürünler
Yaşam destek üniteleri veya diğer kritik sistemler gibi sürekli yüksek performansın veya istek üzerine performansın kritik
önem taşıdığı, ekipmandaki aksaklık sürelerinin tolere edilemeyeceği, son kullanım ortamının olağandışı biçimde zorlu
olabileceği ve ekipmanın gerektiği zaman çalışmak zorunda olduğu ürünleri içerir.

1.4 Ölçüm Birimleri ve Uygulamaları Bu standartta, ölçmenin diğer şekilleri de dahil olmak üzere tüm boyutlar ve
toleranslar SI (Uluslararası Sistem) birimleri cinsinden ifade edilmiştir (İngiliz ölçüm sistemindeki eşdeğerleri parantez
içinde verilmiştir). Boyutlar ve toleranslarda boyutsal açıklamaların esas formunda olduğu gibi milimetre kullanılır;
milimetrenin anlamlı olmadığı hassas ölçüm gerektiren durumlarda mikrometre kullanılır. Sıcaklığın belirtilmesinde
Celsius kullanılır. Ağırlık gram cinsinden belirtilir.

1.4.1 Boyutların Doğrulanması Belirlenmiş parça montajı ve lehim dolgusu boyutlarının gerçek ölçme ile yüzdelerinin
belirlenmesi hakemlik dışında gerekli değildir. Bu spesifikasyonların uygunluğunun belirlenmesi amacıyla bu standartta
belirtilen tüm limitler ASTM E29’da tanımlanan mutlak limitlerdir.
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